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© Ein zweipoliges SMT-Miniaturgehause in Lead- 
frametechnik fur Halbleiterbauelemente, bei dem ein 
Halbleiterchip (1) auf ein Leadframeteil montiert und 
mit einem weiteren Leadframeteil kontaktiert ist, die 
als Lotanschlusse (3) aus einem Gehause (2) her- 
ausgefuhrt sind, in das der Chip (1) eingekapselt ist, 
soil ohne einen Trimm- und Formprozefi rationell 
herstellbar, zuverlassig dicht und weiter mintaturi- 
sierbar sein. Die Lotanschlusse (3) sind als Stanztei- 
le des Leadframes von gegenuberliegenden Gehau- 
seseitenwanden seitlich abstehend mindestens bis 
zum die Bauelementmontageflache bildenden Ge- 
hauseboden gefuhrt, wobei die Chipmontageflache 
und die Bauelementmontageflache einen rechten 
Winkel zueinander bilden. 
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Die Erfindung betrifft ein zweipoliges SMT- 
(Surface Mount Technology)-Miniaturgehause in 
Leadframetechnik fur Ha!b!eiterbaue!emente, bei 
dem ein Halbleiterchip auf ein Leadframeteil mon- 
tierl und mil einem weiteren Leadframeteil kontak- 
tiert ist, die als Lotanschlusse aus einem Gehause 
herausgefuhrt sind, in das der Chip eingekapselt 
ist. 

Bei den bekannten SMT-Gehausen in Leadfra- 
me-Technik, z.B. bei einem SOD 123-Gehause, 
mussen die Lotanschlusse fur das Halbleiterbau- 
elcment nach dcssen Einkapseln, das beispielswei- 
se durch VergieBen, Umpressen Oder Umspritzen 
geschieht, freigestanzt und in einer bestimmten Art 
und Weise gebogen werden. Dieser Trimm- und 
Form-Prozefl ist notwendig, um die Lotanschlusse 
so am Gehause vorbeizufuhren, daB solche SMD's 
(Surface Mounted Devices) auf eine Leiterplatte 
bzw. Platine montiert werden konnen. Die Chip- 
Montageflache auf dem Leadframe verlauft dabei 
im montierten Zustand parallel zum PCB (Printed 
Circuit Board) bzw. zur Leiterplatte oder Platine. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
SMT-Miniaturgehause fur Halbleiterbauelemente zu 
schaffen, das ohne einen solchen Trimm- und 
FormprozeG rationelt herstellbar, zuverlassig dicht 
sowie weiter miniaturisierbar ist und sich durch 
eine hohe Warmeableitung auszeichnet. 

Diese Aufgabe wird bei einem zweipoligen 
SMT-Mmiaturgehause der eingangs genannten Art 
erfindungsgemaB dadurch gelost, daB die Lotan- 
schlusse als Stanzteile des Leadframes von einan- 
der gegenuberliegenden Gehauseseitenwanden 
seitlich abstehend mindestens bis zum die Bauele- 
mentmontageflache bildenden Gehauseboden ge- 
fuhrt sind, wobei die Chipmontageflache und die 
Bauelementmontageflache einen rechten Winkel 
zueinander bilden. 

Die Lotanschlusse haben vorteilhaft eine Dicke 
von ungefahr 0,2mm bis 0,5mm. Das SMT-Minia- 
turgehause ist fur optoelektronische Halbleiterbau- 
elemente, insbesondere fur seitlich optische Strah- 
lung empfangende bzw. sendende Optohalbleiter, 
sogenannte Sidelooker, besonders geeignet. 

Das zweipolige SMT-Miniaturgehause wird er- 
findungsgemaB so hergestellt, daB in einem Lead- 
frame als fertige Lotanschlusse dienende Leadfra- 
meteile durch Stanzen gefertigt werden, und daB 
dann der Halbleiterchip auf das eine Leadframeteil 
montiert und mit dem anderen Leadframeteil kon- 
taktiert wird. Der Halbleiterchip wird in ein Gehause 
durch VergieBen, Umpressen oder Umspritzen so 
eingekapselt, daB die rechtwinkligen Schenkel der 
fertigen Lotanschlusse an zwei gegenuberliegen- 
den AuBenseiten des Gehauses bis mindestens zu 
dessen Boden- bzw. Monlageflache gefuhrt wer- 
den. Das fertige SMT-Miniaturgehause braucht 
dann nur noch aus dem Leadframe freigestanzt 



werden. In dieser Technik hergestellte Bauelemen- 
te werden dann z.B. auf einen PCB so aufgelotet, 
daB die Chip-Mcntageflache senkrecht zum PCB 
steht. 

5 Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste- 

hen insbesondere darin, daB beim Herstellen des 
SMT-Miniaturgehauses der Fertigungsschritt des 
Trimmens und Formens der Lotanschlusse einge- 
spart wird und in den Stanzvorgang zur Leadframe- 

io Formgebung integriert wird. Die Lotanschlusse 
mussen in ihrer gestanzten Form als fertige Bautei- 
le dann nur noch aus dem Leadframe freigestanzt 
werden. Daraus resultiert, dafi kein BiegestreB 
mehr auf das Bauelement ausgeubt wird und bei- 

75 spielsweise das Auftreten von Mikrorissen verhin- 
dert wird. Dadurch, daB kein Biegen der Lotan- 
schlusse mehr notwendig ist, treten auch weniger 
Toleranzabweichungen beim fertigen Gehause auf. 
Damit wird vor allem die Mafihaltigkeit der Lotan- 

20 schlusse verbessert. Durch entsprechende Leadfra- 
me-Gestaltung ist es moglich, auch ein Deflashen 
der Anschlusse nach dem Einkapseln zu vermei- 
den. Insbesondere kann die Verlustleistung der 
Bauelemente durch Verwendung dickerer Leadfra- 

25 mes als bei bekannten Gehausen erhoht werden. 
Zudem ist das Gehause, bedingt durch die verbes- 
serte Anordnung von Chip und Leadframe bzw. 
Lotanschlussen, weiter miniaturisierbar. 

Anhand von in den Figuren der Zeichnung dar- 

30 gestellten Ausfuhrungsbeispielen wird die Erfin- 
dung im folgenden weiter erlautert. Es zeigen 

FIG 1 ein SMT-Miniaturgehause in Seitenan- 
sicht, 

FIG 2 eine Draufsicht auf das Gehause der 
35 FIG 1 , 

FIG 3 ein weiteres SMT-Miniaturgehause in 

Seitenansicht und 
FIG 4 eine Draufsicht auf das Gehause der 

FIG 3. 

40 Das in den FIG 1 und 2 dargestellte zweipolige 

SMT-Miniaturgehause ist in Leadframetechnik her- 
gestellt. Dabei ist ein Halbleiterchip 1 auf ein Lead- 
frameteil montiert und mit einem weiteren Leadfra- 
meteil mittels eines Drahtes 4 kontaktiert: Die bei- 

45 den Leadframeteile sind als Lotanschlusse 3 aus 
dem Gehause 2 herausgefuhrt, in das als Chip 1 
beispielsweise eine IRED, LED oder Photodiode 
eingekapselt ist. Die beiden Lotanschlusse 3 sind 
in einem Stanzvorgang aus dem Leadframe mit 

50 den gewunschten Konturen als fertige Lotanschlus- 
se 3 ausgestanzt und mussen daher nicht mehr 
nachgeformt werden. Nach dem Stanzvorgang wird 
der Halbleiterchip 1 auf den einen Leadframeteil 
bzw. LotanschluB 3 montiert und dann durch Ver- 

55 giefien, Umpressen oder Umspritzen in Kunslstoff 
eingekapselt. Die beiden Lolanschfiisse 3 sind da- 
bei als Stanzteile des Leadframes von einander 
gegenuberliegenden Gehauseseitenwanden abste- 
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hend mindestens bis zum die Bauelementmontage- 
flache bildenden Boden des Gehauses 2 gefOhrt. 
Chipmontageflache und Bauelementmontageflache 
bzw. Bodenflache des Gehauses 2 bilden dabei 
einen rechten Winkel zueinander. Die fertiggestell- 
ten SMT-Miniaturgehause werden dann so auf eine 
Platine bzw. Leiterplatte 5 aufgelbtet, daB die Chip- 
montageflache bzw. die vom Leadframe aufge- 
spannte Flache senkrecht zur Leiterplatte 5 bzw. 
zum PCB steht. 

Das in den FIG 3 und 4 dargestellte zweipolige 
SMT-Miniaturgchausc wird fur optoclektronische 
Halblcitcrbauclcmcntc mil scitlichcr Abstrahl- bzw. 
Empfangscharaktenslik vorwendet. Solche Bauele- 
mente werden auch Sidelookor genannt. Das SMT- 
fahige Gehause bestcht aus den beiden, die Lotan- 
schlusse 3 bildenden Leadfrarneteilen, die aus dem 
Leadframe in der gewunschten Formgebung aus- 
gestanzt werden Auf das eine Leadframeteil wird 
als Halbleiterchip 1 ein Optohalbleiter montiert und 
uber einen Bonddrahl 4 mit dem zweiten Leadfra- 
meteil bzw. LotanschluRtoil 3 kontaktiert. Die Chip- 
montage kann dabei auch auf einen vorgehausten 
Leadframe erfolgen. Denn bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel ist im Gehause 2 ein als Reflektor 7 die- 
nender Raum ausgespart. in dem der Chip 1 nach 
erfolgter Montage mit einem transparenten GieB- 
harz vergossen wird, so daB der gewLinschte soge- 
nannte Sidelooker erzeugt wird. Chipmontageflache 
und Bauelementmontageflache bilden wiederum ei- 
nen rechten Winkel zueinander. Das fertige Produkt 
kann dann z.B. auf einen PCB bzw. auf eine Leiter- 
platte 5 so aufgelotet werden, daB die Chipmonta- 
geflache senkrecht auf der Flache steht, die von 
der Leiterplatte 5 gebildet wird. Das Verloten des 
SMT-Miniaturgehauses mit einer Leiterplatte 5 ist 
in den Figuren 1 und 3 mit dem Lbtminiskus 6 
angedeutet. 

Patentanspruche 

1. Zweipoliges SMT-Miniaturgehause in Leadfra- 
metechnik fur Halbleiterbauelemente, bei dem 
ein Halbleiterchip auf ein Leadframeteil mon- 
tiert und mit einem weiteren Leadframeteil kon- 
taktiert ist, die als Lotanschlusse aus einem 
Gehause herausgefuhrt sind, in das der Chip 
eingekapselt ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Lotanschlusse (3) als Stanzteile des 
Leadframes von gegenuberiiegenden Gehau- 
seseitenwanden seitlich abstehend mindestens 
bis zum die Bauelementmontageflache bilden- 
den Gehauseboden gefUhrt sind, wobei die 
Chipmontageflache und die Bauelementmonta- 
geflache einen rechten Winkel zueinander bil- 
den. 



2. Gehause nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lotanschlusse eine Dicke 
von ungefahr 0,2mm bis 0,5mm haben. 

5 3. Gehause nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Halbleiterbauele- 
ment ein optoelektronisches Bauelement ist. 

4. Gehause nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
70 dadurch gekennzeichnet, daB das Halbleiter- 

bauelement ein seitlich empfangendes oder 
sendendes optoelektronisches Bauelement ist. 

5. Verfahren zum Herstellen eines Gehauses 
75 nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet, dafl in einem Leadframe als 
fertige Lotanschlusse (3) dienende Leadframe- 
teile gestanzt werden, dafi der Halbleiterchip 
(1) dann auf das eine Leadframeteil montiert 

20 und mit dem anderen kontaktiert wird, und daB 

der Halbleiterchip (1) in ein Gehause (2) so 
eingekapselt wird, dafl die rechtwinkligen 
Schenkel der fertigen Lotanschlusse (3) an 
zwei gegenuberiiegenden AuBenseiten des Ge- 

25 hauses bis mindestens zu dessen Boden- bzw. 

Montageflache gefuhrt werden, wobei zwi- 
schen der Chipmontageflache und der Bauele- 
mentmontageflache ein rechter Winkel gebildet 
wird. 
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© Ein zweipoliges SMT-Miniaturgehause in Lead- 
frametechnik fur Halbleiterbauelemente, bei dem ein 
Halbleiterchip (1) auf ein Leadfrarneteil montiert und 
mit einem weiteren Leadfrarneteil kontaktiert ist, die 
als Lotanschlusse (3) aus einem Gehause (2) her- 
ausgefuhrt sind, in das der Chip (1) eingekapselt ist, 
soil ohne einen Trimm- und FormprozeB rationell 
herstellbar, zuverlassig dicht und weiter miniaturi- 



sierbar sein. Die Lotanschlusse (3) sind als Stanztei- 
le des Leadframes von gegenuberliegenden Gehau- 
seseitenwanden seitlich abstehend mindestens bis 
zum die Bauelementmontageflache bildenden Ge- 
hauseboden gefuhrt, wobei die Chipmontageflache 
und die Bauelementmontageflache einen rechten 
Winkel zueinander bilden. 
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